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zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 98117908.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU 1973
zuruckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

2383.D

Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) richtet ihre
Beschwerde gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung
vom 27. Marz 2006, mit der diese die europaische
Patentanmeldung Nr. 98 117 908.8
(Veroffentlichungsnummer O 905 493) zuriuckgewiesen hat.
Die Priufungsabteilung hatte den 1hr vorliegenden
Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1 bis 3 gemaf

Regel 86(3) EPU 1973 nicht zugelassen. Die Hilfsantrage
4 und 5 wurden wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
zuriuckgewiesen 1m Hinblick auf die Offenbarung der
Druckschrift D2, die als nachstliegender Stand der
Technik angesehen wurde, in Kombination mit den Lehren
der Druckschriften D3 oder D4:

D2: DE-C1-39 39 165

D3: EP-A-0 726 450

D4: WO-A-96/34260.

Der in der mindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag 6 war von der Priufungsabteilung gemaf

Regel 7l1la EPU 1973 nicht zugelassen worden, da dieser
prima facie nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPU
1973 erfullte.

Am 23. Mai 2006 legte die Anmelderin Beschwerde ein und
entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebuhr. Die
Beschwerdebegrindung wurde mit Anspruchssatzen gemal
einem Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 7 am 27. Juli
2006 eingereicht. In der Beschwerdebegrindung hat die
Beschwerdefihrerin ausgefuhrt, dass die
Prifungsabteilung die Druckschrift D2 beziuglich Wortlaut
und technischer Lehre unzutreffend ausgelegt hatte, da
diese Druckschrift einen Temperatursensor auf einer

einseitig mit Leiterbahnen bestickten flexiblen Folie
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und deshalb keine Leiterplatte offenbarte. Insbesondere
die 1In der Entscheidung genannte alternative
Ausfuhrungsform in der Figur 3 aus dieser Druckschrift
mit Leiterbahnen an Vorder- und Rluckseite sei nicht
ausgereift und nicht ausfuhrbar beschrieben. In der
Beschwerdebegriundung wurde weiter hilfsweise die
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung beantragt.

In einer Anlage zur Ladung zur mundlichen Verhandlung
vertrat die Kammer unter Hinweis auf ein technisches
Lexikon die Auffassung, dass der Begriff "Leiterplatte”
sowohl eine starre als auch eine flexible Leiterplatte
beschreibe. Auch wirde nach Verstandnis der Kammer das
Ausfiuhrungsbeispiel aus der Figur 3 der D2 durch die
Figur 4 und die Beschreibung in Spalte 3, Zeilen 24 bis
27 dieser Druckschrift gestiutzt, weshalb dieses
Ausfiuhrungsbeispiel ausfuhrbar erschiene und fur die
Frage der erfinderischen Tatigkeit als relevant

betrachtet wirde.

In einem auf den 21. August 2008 datierten Schreiben
reichte die Beschwerdefihrerin einen neuen Anspruchssatz
ein, der die mit den friheren Antragen eingereichten
Anspruchssatze ersetzen sollte.

wahrend der mundlichen Verhandlung am 15. Oktober 2008
Uberreichte die Beschwerdefihrerin einen neuen
Anspruchssatz und angepasste Beschreibungsseiten und

beantragte, die ZurlUckweisungsentscheidung aufzuheben

und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprlche: 1 bis 4, eingereicht wahrend der
mindlichen Verhandlung;
Beschreibung: Spalten 1 bis 4, eingereicht wahrend der

mindlichen Verhandlung;
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Zeichnungen: Figuren la bis 2b wie verdffentlicht.

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Elektrischer Temperatur-Sensor, mit Leiterplatte (1),
auf die eine Schutzhiulle (22) aufschiebbar ist, wobei
die Leiterplatte (1) zweir Leiterbahnen (7, 8) auf einem
Substrat bestehend aus Epoxid, Triazinen, Glas oder
Aluminiumoxid mit elektrisch isolierender Oberflache
aufweist,

wobei direkt auf der Oberfldche wenigstens zweil mit den
Leiterbahnen verbundene Anschlusskontaktfelder (5, 6) am
gleichen Ende (14) einer langgestreckten Leiterplatte (1)
zur elektrischen Verbindung mit Enden von
Anschlussleitern (12, 13) eines Anschlusskabels (4)
angeordnet sind,

wobei im Bereich des den Anschlusskontaktfeldern (5, 6)
gegenuberliegenden Endes (15) der Leiterplatte (1) ein
SMD-Chip (11) der ein Temperatur-Sensor ist, durch
wenigstens zwei Kontakte (16, 17) uUber Anschlussfelder
(9, 10) mit jeweils einer der Leiterbahnen (7, 8)
verbunden ist

und wober die zwei Anschlusskontaktfelder (5, 6) zur
Verbindung mittels Schmelzvorgang mit den
Anschlussleiterenden (12, 13) vorgesehen sind,

wobei eines der Anschlusskontaktfelder (5) auf der
Vorderseite (2) und eines der Anschlusskontaktfelder (6)
auf der Ruckseite (3) der Leiterplatte platziert sind,
und die Leiterplatte zur Kontaktierung des SMD-Chips (11)
mit den Leiterbahnen (7,8) zwel In einer Ebene liegende
Anschlussfelder (9, 10) aufweist, von denen eines
mittels Kontaktdurchfihrung (19) durch die Leiterplatte



-4 - T 1310706

(1) hindurch mit der auf der gegenuberliegenden Seite (3)
der Leiterplatte (1) befindlichen Leiterbahn (8)
elektrisch verbunden ist".

Die Anspriche 2 bis 4 sind abhangige Anspriche.

ViI11. Die Argumente der Beschwerdefuhrerin lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

Anspruch 1 wurde dahingehend eingeschrankt, dass das
Substrat des Temperatursensors aus Epoxid, Triazinen,
Glas oder Aluminiumoxid besteht. Diese
Substratmaterialien sind in Absatz [0016] der
veroffentlichten Patentanmeldung und in den
entsprechenden Passagen der urspringlichen
Anmeldeunterlagen offenbart. Zusatzlich wird beziglich
der Biegesteifigkeit (Rigiditat, Starrheit) der
Leiterplatte klargestellt, dass auf die Leiterplatte
eine Hulle aufschiebbar ist. Dieses Merkmal ist in
Absatz [0019] und Figur 2b offenbart. Damit wird
klargestellt, dass die Platte biegesteif (rigide, starr)
iIst, da sich sonst die Hulle nicht auf die Leiterplatte
aufschieben lassen wirde. Der beanspruchte
Temperatursensor unterscheidet sich in diesem
wesentlichen Merkmal vom Sensor aus der Druckschrift D2,
welcher eine flexible Kunststofffolie als Tragermaterial
aufweist. Dieser Druckschrift D2 lag ein
Temperatursensor mit moglichst geringer Warmeableitung
der Platine als Aufgabe zugrunde, siehe Spalte 1, Zeilen
44 bis 51. Zur LOsung dieser Aufgabe wird in der D2
vorgeschlagen, als Platinesubstrat eine dunne
Kunststofffolie vorzusehen, siehe Spalte 2, Zeilen 10
bis 23. Im Gegensatz dazu liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Temperatursensor
mit verhaltnismdlRig einfachem Aufbau zu schaffen, wobei

2383.D
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das Herstellungsverfahren automatisierbar sein soll, und
wobeil SMD-Bauelemente fur den Sensor eingesetzt werden
kénnen, siehe Absatz [0005] der Beschreibung. Diese
Aufgabe wird dadurch gel6st, dass direkt auf der
vorderen und ruckseitigen Oberflache der Leiterplatte
Anschlusskontaktfelder und damit verbundene Leiterbahnen
und zudem Anschlussfelder fur den SMD-Chip platziert
sind. Weiterhin wurde in den neuen Hauptanspruch das
Merkmal der Kontaktdurchfihrung durch die Leiterplatten
gemall dem urspriunglichen Anspruch 5 aufgenommen. Diese
Anordnung ist mittels eines automatisierbaren

Leiterplattenverfahrens kostengiunstig herzustellen.

Da die Druckschrift D2 lehrt, dass der Sensor zur
Verringerung der Warmeableitung auf einer dunnen
flexiblen Kunststofffolie angebracht werden soll, welche
auBerdem in das Messrohr eingehangt werden soll

(Figur 1), hatte der Fachmann keine Veranlassung, fur
die Sensorplatine ein starres Material auszuwahlen.
Weiterhin ist bei einer flexiblen Folie wie in der
Vorrichtung aus der D2 eine automatisierbare Aufbringung
der Leiterbahnen mittels Leiterplattentechnik auf diese
dinne flexible Folie sehr kostspielig, Im Gegensatz zur
Vorrichtung mit dem in Anspruch 1 definierten Substrat.
Auch das Unterbringen eines SMD-Chips durfte bei einem
Trager aus dinner fTlexibler Folie problematisch sein.
Schlie3lich zeigen weder die Druckschrift D2 noch die
anderen Druckschriften aus dem Verfahren eine
Kontaktdurchfiuhrung und die Anordnung eines SMD-Chips,
insbesondere auf eigens fur den SMD-Chip vorgesehenen
Kontaktfeldern 9, 10 gemal der beanspruchten Erfindung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auf eilner

erfinderischen Tatigkeit, welche aulBerdem durch den
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kommerziellen Erfolg belegt wird, da inzwischen der
entsprechende Temperatur-Sensor einen wesentlichen
Anteil des Marktes fur Warmemengemesssensore abdeckt und

auch lizenziert wurde.

Entscheidungsgrinde

1.

2383.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen

Wie von der Beschwerdefihrerin ausgefihrt, sind die
Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 durch die
Kombination der Merkmale der urspringlichen Anspriche 1
und 5 und ebenfalls durch die Seite 2, Absatz 2 und
Seite 4, Absatz 3 der urspringlich eingereichten
Beschreibung (entsprechend den Absatzen [0005] und [0016]
der veroffentlichten Patentanmeldung) gestutzt. Die
weiteren Anderungen stellen redaktionelle Anderungen der
Beschreibung und der abhangigen Anspriche dar. Damit
sind die vorgenommenen Anderungen der Unterlagen der
Patentanmeldung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU

nicht zu beanstanden.

Neuheit

In der Entscheidung hatte die Prifungsabteilung
festgestellt, dass der Gegenstand des unabhangigen
Anspruchs 1 der Hilfsantrédge 4 und 5 neu im Hinblick auf
die vorliegenden Druckschriften sei. Da der gultige
Anspruch 1 weilter eingeschrankt wurde, ist der
Anspruchsgegenstand dieses Anspruchs ebenfalls neu
(Artikel 52(1) EPU und Artikel 54 EPU 1973).
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Erfinderische Tatigkeit

In der Zurickweisungsentscheidung war die
Priufungsabteilung ber der Frage der Patentierbarkeit von
der Druckschrift D2 als nachstliegendem Stand der
Technik ausgegangen. Diese Druckschrift offenbart
ebenfalls einen Temperatursensor und wurde iIn Absatz
[0002] der publizierten Patentanmeldung gewlrdigt.
Deshalb kann sich die Kammer der Auffassung der
Priufungsabteilung anschliellen. Diese Druckschrift D2
zeigt iIn der Figur 3 einen Temperatursensor mit zwei auf
einer Kunststofffolie 6 angeordneten Leiterbahnen (4, 5).
Nach Auffassung der Kammer befinden sich im
Ausfiuhrungsbeispiel der Figur 3 die Leiterbahnen (4, 5)
auf gegenuberliegenden Flachen der streifenférmigen
Kunststofffolie 6. Die Figur 3 der Druckschrift D2 zeigt
demnach einen Temperatursensor mit Leiterplatte 6, die
zwel Leiterbahnen 4, 5 auf einem Substrat mit elektrisch
isolierender Oberflache (Polyimid) aufweist, wobei auf
Verstarkungen aus starrem Kunststoff 21, 22, die auf der
Oberflache aufgebracht sind, wenigstens zwei mit den
Leiterbahnen 4, 5 verbundene Anschlusskontaktfelder 25,
26 zur elektrischen Verbindung mit Enden von
Anschlussleitern 17, 18 eines Anschlusskabels 19
angeordnet sind. Die zwei Anschlusskontaktfelder 25, 26
sind zur Verbindung mittels Schmelzvorgang (Loten) mit
den Anschlussleiterenden 17, 18 vorgesehen und sind, wie
aus der Figur 3 und ebenfalls der Figur 4 ersichtlich,
auf der Vorderseite (z.B. auf der Seite der Leiterbahn 5)
und auf der Ruckseite (auf der Seite der Leiterbahn 4)
der Leiterplatte 6 platziert.
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Der Sensor aus Anspruch 1 gemall Hauptantrag

unterscheidet sich von der Anordnung aus Figur 3 der D2

durch die folgenden Merkmale:

)

-
-
o/

Die Leiterplatte besteht aus einem Substrat
aus Epoxid, Triazinen, Glas oder Aluminiumoxid,
und der Sensor ist auf eine Schutzhulle
aufschiebbar. In der Vorrichtung aus der D2
besteht die Platine dagegen aus einer
flexiblen Kunststofffolie, die iIn ein
Schutzrohr eingebracht wird.

Die Anschlusskontaktfelder sind direkt auf der
Substratoberflache angeordnet, wahrend in der
Vorrichtung aus der D2 die Kontaktfelder auf
den Verstarkungen 21, 22 aufgebracht sind.

Der Temperatursensor ist ein SMD-Chip, wahrend
die Druckschrift D2 lediglich in den Figuren 1
und 2 einen "Messwiderstand” 3 offenbart.

Die Leiterplatte zur Kontaktierung des SMD-
Chips weist mit den Leiterbahnen zwei in einer
Ebene liegende Anschlussfelder auf, von denen
eines mittels Kontaktdurchfihrung durch die
Leiterplatte hindurch mit der auf der
gegenuberliegenden Seite der Leiterplatte
befindlichen Leiterbahn elektrisch verbunden
iIst. Diesbezuglich ist der D2 keine eindeutige
Lehre zu entnehmen: Zwar dirften beim
Ausfuhrungsbeispiel aus den Figuren 1 und 2
die Leiterbahnen zur Kontaktierung des
Messwiderstands zwei in einer Ebene liegende
Anschlussfelder aufweisen, da hier beide
Leiterbahnen auf der gleichen Seite der Folie
angeordnet sind; jedoch ist in diesem Fall
eine Kontaktdurchfihrung durch die Folie nicht

vorgesehen; im Ausfihrungsbeispiel aus den
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Figuren 3 und 4 ist uUberhaupt kein
Messwiderstand gezeigt und ist dieses Merkmal
der D2 nicht zu entnehmen.

Ausgehend von dem aus der Druckschrift D2 bekannten
Temperatursensor kann die objektive Aufgabe, die von der
Vorrichtung aus Anspruch 1 geldst wird, In einem
alternativen Temperatursensor gesehen werden, der in
einem automatisierbaren Verfahren herstellbar sein soll.
Auch soll dieses Herstellungsverfahren die Aufnahme
eines oberflachenmontierbaren Bauteils als Sensorelement
ermoglichen. Diese Aufgabe als solche, die
Bereitstellung einer Alternative, beinhaltet noch keine

erfinderische Tatigkeit.

In der Druckschrift D2 wird jedoch die Wahl der
Leiterplatine fir den Sensoraufbau, namlich eine diunne
Kunststofffolie, ausdricklich als Ldosungselement fur die
in dieser Druckschrift zu l6sende Aufgabe angegeben, die
die Reduzierung der Warmeableitung Uber die Platine
betrifft, siehe Spalte 1, Zeilen 43 bis 51. Zudem wird
an dieser Stelle von der Benutzung einer starren Platine
abgeraten, da eine solche Platine beim Einbringen in ein
Thermometer-Schutzrohr leicht beschéadigt wird. Die
Auswahl einer Folie als Substrat ist daher eine

wesentliche MaBnahme bei der Losung der technischen
Aufgabe der Druckschrift D2, was sich auch im Anspruch 1
dieser Patentanmeldung zeigt, welcher im kennzeichnenden
Teil das Merkmal "‘dass die Leiterplatine eine
Kunststoff-Folie (6) i1st .." definiert. Fur die LOsung
der technischen Aufgabe eines alternativen
Temperatursensors hatte der Fachmann, ausgehend von der
Lehre der D2, daher keine Veranlassung, die dinne,

flexible Kunststoff-Folie durch ein starres
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Substratmaterial wie im Anspruch 1 der vorliegenden
Patentanmeldung zu ersetzen. Nach Verstandnis der Kammer
iIst das Unterscheidungsmerkmal 1) deshalb nicht mit der
Offenbarung der Druckschrift D2 zu kombinieren, da
dieses Merkmal eine dieser Lehre widersprechende
Anforderung darstellt.

Was die weiteren Unterscheidungsmerkmale 1i1) bis iv)
angeht, folgt die Kammer dem Argument der
Beschwerdefiuhrerin, dass ein direktes Aufbringen eines
Anschlusskontaktfeldes (Merkmal ii1) und ebenso eines
SMD-Chips (Merkmal 1ii1) auf eine flexible Folie
problematisch sein dirfte; aulerdem gibt es in der
Druckschrift D2 weder eine Offenbarung noch einen
Hinweils auf die Aufbringung der Leiterbahnen und
gleichzeitig eine wie in Merkmal i1v) definierte

Kontaktdurchfihrung.

Fir diese Merkmale gibt es ebenso wenig eine Anregung in
den von der Prufungsabteilung genannten Druckschriften
D3 oder D4: In der Zurickweisungsentscheidung waren
diese Druckschriften lediglich als Beleg dafiur
aufgefiuhrt, dass die Verwendung von temperatursensitiven
Elementen auf SMD-Basis bekannt war.

Da, wie ausgefuhrt, der Gegenstand des vorliegenden
Anspruchs 1 sich, auler durch die Verwendung eines SMD-
Chips (Merkmal 1i1) von der Temperatursensoranordnung
aus der D2 weiter durch die Merkmale 1), 11) und i1v)
unterscheidet, wirde selbst eine Kombination der Lehren
dieser Druckschrift D2 mit den Druckschriften D3
und/oder D4 nicht zum Anspruchsgegenstand fuhren.
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Da diese Merkmale zur Lo6sung der technischen Aufgabe
fuhren, einen Temperatursensor zu schaffen, der In einem
weitgehend automatisierbaren Verfahren herstellbar ist,
beruht der Anspruch nach Auffassung der Kammer auf eilner
erfinderischen Tatigkeit. Dies durfte zudem durch den
von der Beschwerdefihrerin vorgebrachten
wirtschaftlichen Erfolg bestatigt sein.

Die Ansprliche 2 bis 4 sind abhdngige Anspriiche, deren
Gegenstand somit ebenfalls die Bedingungen des EPU
erfullt.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, ein Patent mit folgender
Fassung zu erteilen:

Patentanspruche: 1 bis 4, eingereicht wahrend der
mindlichen Verhandlung;

Beschreibung: Spalten 1 bis 4, eingereicht wahrend der
mindlichen Verhandlung;

Zeichnungen: Figuren la bis 2b wie veroffentlicht.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Kiehl A. G. Klein
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